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特
集

1. まえがき

　近年のシステムの高速化，低電圧化に伴い，基板設計の
重要性が増している。特に，システムが安定した動作をす
るためには，パワーインテグリティの最適化が重要になっ
ている 1)。このような電源ノイズが発生する 1つの要因と
して，ドライバ ICのスイッチングノイズの影響が考えられ
る。ドライバ ICが多くの信号を同時スイッチングする場合
には，大きな電源ノイズが発生することが考えられる。つ
まり，データ信号の動作頻度によって電源ノイズの大きさ
に影響が出るため，設計段階のシミュレーションで電源ノ
イズの大きさを予測するには，データ信号の動作頻度から
同時スイッチングノイズの大きさを予測する必要がある。
このように，システムで発生する EMIノイズを精度良く把
握するには，システムの動作環境，動作条件も含めて検討
する必要がある 2)。そこで，ドライバ ICにおいて，同時に
動作（スイッチング）するバッファ数を変えることで EMI
に与える影響を検証した。このように，ドライバ ICの動作
条件を明確にした単純な回路で EMIの実測とシミュレー
ションを比較するとともに，EMI対策について検討した。
具体的には，磁性体であるフェライト膜を基板の外部に塗
布することで EMIを低減する手法について，検証したので
報告する。

2. スイッチング条件と EMI結果

2.1	 評価基板と評価条件

　評価基板中の 1ブロックを図 1に示す。
　また，評価基板を図 2に示す。評価基板には，図 1のブ
ロックが 3つ搭載されている。LCX244の前にある抵抗
（R1～ R4）を 0 Ωにするか，OPENにするかでバッファの
動作数をコントロールした。このとき，A, B, Cの 3種類の
基板を用意した。3種類の基板の動作条件を下記に示す。

1) A基板は，3ブロックとも，R1, R2, R3, R4に 0 Ωを実
装しているので 12チャンネルが同時に動作している。

2) B基板は，3ブロックとも，R2, R4に 0 Ωを実装，
R1, R3は OPENとし，LCXのバッファが 1つおきに
6チャンネルが同時に動作している。

3) C基板は，3ブロックとも，R2, R3に 0 Ωを実装，
R1, R4は OPENとし，LCXのバッファの中心付近の
入出力ピンから 6チャンネルが同時に動作している。

　A, B, Cの各基板とも，基板サイズは 170 mm × 170 mm，
4層基板となっており，信号配線は 1層面にあり，2層が電
源ベタ，3層が GNDベタになっている。
　このとき，テブナン終端の抵抗値は，各々100 Ωとし，
3端子コンデンサは，TDKの CKD610JB0J105M (1 μF)を使
用した。
2.2	 EMI の測定，シミュレーション結果

　評価基板にある 3つのブロックを 60 MHzにて動作し，
動作するバッファ数の違い，バッファの位置による違いに
ついて，比較を行った。それぞれの結果を図 3～図 5に示
す。全般的に，A基板が悪く，次に B基板，C基板の順と
なった。また，B基板と C基板の比較では，B基板の方が
Horizontal（水平）成分では，C基板より悪いが，Vertical
（垂直）成分は大きくは変わっていないことがわかる。
　また，CADデータを Cadence社の SPEED2000へ取り込
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図 1.　評価基板のブロック図 図 2.　基板配線図


